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Agenda

本日のアジェンダ

1. 受動部品事業のご紹介

• 拠点紹介

• 事業の強み（ものづくり力）

2．製品説明

• MLCC

• アルミ電解コンデンサ

• 薄膜インダクタ

• EMCフィルタ

• SST（ソリッドステートトランスフォーマー）向け関連製品
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受動部品事業のご紹介１
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拠点紹介

・Kitakami (MLCC)

・Honjo West   
  (MLCC)

・Sakata 

   (Wire Wound inductors)

・Tsuruoka West
    (Wire Wound inductors)

・Tsuruoka East
    (Thin-film inductors)

 

・Inakura
(Ferrite material/Cores, Pattern Coil )

・Iida 
(Wire wound inductors)

・Nikaho North / South 
     (Dielectric materials)

Japan

・Hongqi
(Wire wound Inductors)

・Pyeongtaek
(Wire wound inductors)

・Suzhou
(MLCC)

・Qingdao
(WIre wound an Multi-layer inductors)

・Nashik
   (Film capacitors)

・Johore Bahru
  (Surge arrestors) 

・Kalyani
   (Ferrite core)

East & South Asia

・DeutschLandsberg
 (Piezoelectric materials)

・Kutina
 (Piezoelectric material products)

・Szombathely
 (Alu electrolytic capacitors,

 Wire wound inductors)

・Šumperk
 (Ferrites, PTC devices)

・Akureyri 
  (Al. foil)

・Malaga
 (Film capacitors)

EuropeAmericas

・Georgia
 (MLCC)

・Gravataí
 (Al. electrolytic capacitors)

 (Film capacitors)

・Laguna

(Wound inductors)

  (Transformers)

・Yawata 
 (EMC test system)

 (Anechoic chambers)

 (Radio wave absorbers)

・Dalian
(Ceramic filters)

   (Noise suppression sheets)   

・Zhuhai
(Chip varistors)

   (Film capacitors)

・Xiaogan
   (Surge arrestors)

・Xiamen
(Wire wound inductors, Ferrites, buzzers)

  (Al. electrolytic capacitors)

・Honjo East 
  (Ceramic filters, Chip Varistors)

・Ouchi / Iwaki
  (Multi-layer inductors)

・Rojana
   (Humidity sensors/Toner sensors) 

2 Countries 3 factories 7 Countries 7 factories 6 Countries 14 factories 1 Country 14 factories

・Heidenheim
 (Wire wound inductors)

 (Film capacitors)

・Kofu
（Thin film inductors, filters and substrate )

・Yangmei

・Mikumagawa 
(Applied films)

Austin
(Anechoic chamber)

(EMC test systems)

16 Countries 38 factories

Total
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東北・甲信越地区の拠点

秋田

⚫ 本荘工場 東サイト
⚫ 本荘工場 西サイト
⚫ 大内工場
⚫ 岩城工場

⚫ 北上工場

⚫ にかほ工場 北サイト
⚫ にかほ工場 南サイト
⚫ 稲倉工場

⚫ 甲府工場

山梨

山形
⚫ 酒田工場

⚫ 鶴岡西工場
⚫ 鶴岡東工場

長野
⚫ 飯田工場

北上（岩手県）

大内/岩城

本荘東
本荘西

にかほ南
にかほ北

稲倉

酒田

鶴岡東

鶴岡西

飯田（長野県） 甲府（山梨県）

積層
材料

組立

薄膜

巻線

磁気応用製品
EV向け電源
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TDK 電子部品事業の強み

Integrated 

Magnetic and 

Ceramic

Embedded High 

power magnetics 

into Substrate

High definition 

actuators

Ultrathin magnetic 

sheet and applied 

products

Material
Magnetic Dielectric Piezo

Semiconductor Metal Resin

Process
Multilayer Press Molding Printing

Winding Thin Film Plating Assembling

Sales
Segment ICT Automotive

Areas

Industrial

China Asia Europe America

Product
Capacitor (ALU/Film)

Varistor/NTC/PTC

Inductors EMC Filters

Piezo Electric RF Devices
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事業の強み

TDKのものづくりは、材料技術を核に、要素技術、設備開発、工程設計、品質保証を
川上から川下まで 一貫して最適化することで、高品質・高生産性・量産再現性を実現しています。

この「縦のものづくり力」が、早期量産立ち上げ、安定供給、歩留まり向上、原価低減を支えています。

◼ ビジネスグループとの工場の連携

◼ 生産HQ,技術HQの支援

材料技術を起点に、
量産品質・供給力・収益性を高めるものづくり

DX活用と継続的改善により、品質・納期・
コストの改善と競争力強化を加速します

DXと改善活動で競争力を強化

工程内で品質を作り込み、
不良低減と生産性向上を両立します

品質と生産性を同時に高める

開発から量産への移行を迅速化し、
製品の早期市場投入を実現します

1 量産立ち上げを早める

2

3

デザインレビュー
量産化立上げ

製造 出荷要素技術・設計開発・
設備開発

材料技術

◼ ダッシュボード活用による即日課題解決

◼ DX活用によるQDC改善の加速

◼ ボトルネック工程への特定と改善集中

◼ 全工場での小集団活動

◼ IE分析、メンテ力量アップ、作業者教

◼ QAHQによる定期的監査

全社横断で強化するポイント（横のものづくり）

縦 

の
も
の
づ
く
り
力

」

「
ものづくり力
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◼ 製造憲章/価値観共有

◼ 共通KPI定義

◼ ハンドブック作成

◼ 経営ダッシュボード

◼ AI＆DX活用事例大会

◼ AI＆DX活用共有ツール開発

◼ IE分析OEE改善事例大会

◼ メンテナンス事例会議

◼ ものづくり大会

◼ 小集団活動推進

◼ 工場幹部教育

◼ 交換留学制度

◼ グループディスカッションによる変革案
の立案

◼ 認定制度（DX/TPM活動/
品質改善/EP活動 etc)

◼ 優秀工場表彰

◼ 水平展開の基盤

事業の強み

これにより、品質ばらつきの低減、立ち上げ期間の短縮、供給安定性の向上を実現します。

世界の工場と人材をつなぎ、優れた技術と

知見・経験を横展開し、RENDO（連動）させることで 再現性の高いものづくりを実現します

競争力強化横展開標準化連 携

Monozukuri Way Monozukuri Talent Training Monozukuri Model Factory

共通ルール策定

Global Monozukuri Network

グローバル連携 人材育成 モデル工場

1 2 3 4

横   のものづくり力」
「

ものづくり力
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製品説明２
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受動部品
再掲）Investor Day 2025（2025年11月28日開催）

507.8
578.8 565.6 559.6 593.2

15.1% 16.3% 9.5%
6.1% 7.1%

16.4% 17.0%

7.7%
3.3% 4.8%

FY3/22 FY3/23 FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27

事業将来性 高低

ミニマム
ハードルレート

10％超

収益性黒字

低収益

事
業
R
O
A

高

低

Growing

Challenging

Profit base

Profit enhancement

Strategic restructuring

Next generation

中長期の成長を見据えたポテンシャル
⚫ AIサーバー向け低消費電力部品の拡大
⚫ 高付加価値品における生産能力確立
⚫ アルミ電解コンデンサの能力拡大
⚫ 材料開発における戦略的取組（MLCC他）
⚫ 自動車パワートレイン用途高信頼性製品での競争力強化
⚫ 製品ポートフォリオの見直し、DXの推進

⚫ AIエコシステム等の成長市場での事業拡大

⚫ 光電融合・ロボティクスなどの新市場への新製品市場投入

⚫ TDK Ventures投資先とのコラボレーション、最先端技術の応用

⚫ ポートフォリオ見直しによる収益性向上

PV 、SESUB

終息

Film cap MLCC

Signal EMC Filters

Multi Layer Devices

Transformer

Thin Film Devices

▍事業ポートフォリオ基準▍目標売上高・事業ROA（ROIC）目標（十億円）

Thin Film Devices

▍事業戦略の進捗

▍中期のROIC目標未達の理由

⚫ BEV市場の販売減速、産業機器市場の低迷

Alu Cap

当初目標

事業ROA

 (ROIC)

営業
利益率 目標を

下方修正

15.0％

CAGR 5-8% 
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AIデータセンター関連向け高電圧対応、低電圧大電流部品の販売増

Capacitors

Inductors

Transformers

EMC

400Vdc-or 800Vdc 48V 12V <1V <1V in PackageAC ~240VAC >

PSU **UPS *PW Grid

GPU+VR

Ultra

High 

Voltage

Reactor

Aluminum
Snap-in & Screw

FILM

High Voltage

Pulse

Trans-

former

Power-use

inductor

Ferrite

Core

MLCC

Power-use

inductor

Chip

Beads

Hybrid

Polymer
MLCC MLCC

Power-use

inductor

MLCCPolymer

Power-use

inductor

Reversed 

Geometry type

Ultra 

Low-Profile
MLCC

Accelerator GPU packageGPU Base Board

DC Low VoltageAC High Voltage

400-800V等
高電圧対応キャパシタ
アルミ電解・MLCC,

Filmキャパシタ

低電圧・高容量
キャパシタ

低電圧・大電流対応
薄膜・巻線インダクタ

μPoLTM

DCDC module 
Inductor Chip NTC

Thermistors

AlN

Sub.

Thin-Film

Capacitor

Optical Transceiver Module

DC High Voltage

薄膜インダクタ・チップビーズ

再掲）2026年3月期通期決算説明会（2026年4月28日開催）
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26.3期 27.3期 31.3期

ハイパワー

ローパワー

AIデータセンター関連向け受動部品の売上を大幅に拡大

AI データセンター関連向け受動部品の売上予想

約10倍へ成長

26.3期 27.3期 31.3期

▍AI市場向け売上高（26.03実績・31.03目標）

現有製品

エナジー応用製品

センサ＋新事業
半導体製造装置CAGR

約25～30%

YoY 25%

再掲）2026年3月期通期決算説明会（2026年4月28日開催）
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拡販施策 現状製品 先端製品の拡販、価格対応 コスト改善による価格対応 先端製品の拡販、価格対応

Step1 既存品の承認化

開発品でのシェア拡大

既存品価格競争力強化 埋め込みコン販売拡大

Step2 開発品での市場先行 開発品でのシェア拡大 薄膜コンでの市場開拓(*)

MLCC

AIデータセンター向け電源ラインで必要となる、高電圧、高温領域での競争力強化に加えて
低電圧領域への新製品投入を図る。

AIデータセンター向け製品MLCC

高電圧 中電圧 低電圧

PSU(AC/DC) Base Board IC package

～800V 48V 12V 1V 1V

Accelerator

特殊形状 
高参入障壁 

105℃

大形状 高信頼性 樹脂電極
125℃

小型/薄膜 
105℃

本荘西
北上
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FILM DC:
Y2, X2 caps

AC filter

ALU:
Screw 

Terminal

Multipin

FILM PFC

MKP FILM DC:
Y2, X2 caps

DC filter

Resonant

Hybrid 

Polymer 
10x10

10x16

67 to 30 

pcs/board

Snap In 

Ultra Compact
30,5x50 to 100

1 – 16 pcs/PSCAP

AIサーバーに用いられるスイッチング電源（SMPS）の重要な構成部品。
SI UCには、コンパクト性、堅牢性、高性能が不可欠な特性として求められる。
TDKはこの分野において高い市場シェアを有している。

Base Board for GPU Accelerator GPU package

IC package1V Line12V Line48V LineAC / 48V DCUPSPower Grid

Snap In Ultra Compact アルミ電解コンデンサSI UC

Switch Mode 

Power Supplier

アルミ電解コンデンサ
Szombathely

Xiamen
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Material Technology (Ferrite, Metal) Process Technology
Product for Customer Needs 

◼ Precision molding
◼ Winding
◼ End electrode formation

◼ Precision multilayer
◼ Different materials co-firing

◼ Head micro technology 
conversion of coil

◼ Plating

インダクタにおける主要製造プロセス技術

Wire Wound Process

Inductor, EMC Filter,

Transformer
Multilayer Inductor

Multilayer Process

Thin Film Power Ind.

Thin Film Process
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Inductance (µH)

L
o

a
d

 C
u

rr
e
n

t 
(A

)

0.022 0.047 0.1 0.22 0.47 1 2.2 4.7 10 22 47 100 220 470 1000

0.1

1.0

3.0

5.0

7.0

10

15

20

30

45

70

Thin Film 
◼ Downsizing

◼ High reliability

◼ Low DCR

Multilayer
MLD Series
◼ Downsizing

◼ ~125°C

CLT Series
• Metal

Wire Wound
BCL (Wound metal)
◼ Downsizing

◼ High efficiency

CLF (Ferrite shielded)

VLS-EX / -CX

(Resin shielded)

HPL(Ferrite)
◼ Low EMI / temp. rise

◼ Small Size

PCM (Metal)
◼ Ultra low DCR > low losses

ERU Series
◼ Low DCR, 

◼ high current

CLT Series
◼ Metal

Dual Coil VLS-EX-D

Product  Range by Application

TDK Power Inductor Mapping

Graphics CPU Noise Filter

SPM (Metal composite)
• Higher current capability

• Vibration up to 30G

Wire Wound

Wire Wound

Wire Wound

Wire Wound

Wire Wound
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金属導体が外部に触れない設計

特 徴

低抵抗・高信頼性を実現する
High Aspect めっき導体技術

TFＭ断面

小型 低背 自由な配線

薄膜インダクタ

競合との特性比較

低損失・大電流対応で競合品を上回る

TDK自社開発磁性メタル材料により

高特性を実現

特 徴

Cuめっき導体

高さ：255μm

幅：68μm

Aspect：3.75

高さ：290μm

幅：10μm

Aspect：29

導体間Gap配線

大

小

Is
a
t 

M
a
x 

[A
]

DC Resistance Max [mOhm]小 大

3.0

2.7

2.4

2.1

1.8

1.5
100 115 130 145 160 175

TDK 競合A

競合B

競合C

HDDヘッドに由来する
TDK独自の技術

電流、電圧の
平滑化

回路の小型化

電源損失や
発熱の抑制

薄膜インダクタ
の役割

鶴岡東
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高速化する光モジュールには
高性能DC/DC電源が必要。

薄膜インダクタ

BTS

Base 

Transceiver

Station

Opt.

Module

Opt.

Module

Opt.Cable Home

Passive 

Optical 

Network

PONSwitch Central officeServer Data Center 

Thin-Film Technology for Optical Module

1.6Tbps OSFP Module400Gbps OSFP Module

Thicker Heatsink 

2.5mm

Housing Case (Metal)

Housing Case (Metal)

PCB

DSP PHY PUI
PMIC

1.6mmTTL : ~10A

PUI ～6pcs PUI ～9pcs

Housing Case (Metal)

Housing Case (Metal)

PCB

DSP PHY PUI

PUI

8~10A/ ch

6~10A/ chTTL : ~25A

PMIC

PMIC

2.2mm

1.2mm

Additional Structure (Heatsink)

光モジュール向け

電源回路向けに
小型・高性能インダクタ

TDKの提供

鶴岡東
甲府
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薄膜インダクタ

次世代CPU・GPU用の電源供給に必要となる
TDKのパッケージ内蔵用薄膜技術

Thin-Film Technology for Package Embedded

Thin Film Inductor

Integrated Voltage Regulator

Optimized High Current Path

Current Voltage Regulator

Long High Current Path

CPU・GPUパッケージ内蔵型

1000A 1000A

Low LossBig Loss 小型化、均一性、
高い寸法精度が強み

HDDヘッドに由来する
TDK独自の技術

半導体パッケージへの
組み込みに求められる
厳しい要件を満たすことが可能

鶴岡東
甲府
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LIN (ISO17987)

CAN (ISO11898)

MOST

FlexRay (ISO17458)

100BASE-T1 (IEEE802.3bw)

CAN FD (ISO11898-1)

1000BASE-T1 (IEEE802.bp)

10BASE-T1S (IEEE802.cg)

MultiGBASE-T1 (IEEE802.3ch)

ACT45 series

ACT1210 series

EMCフィルタ

~1Mbps

2~8Mbps

~10Mbps

100Mbps

1,000Mbps

10Mbps

2.5~10Gbps

1990 2000 2010 2020 Future2025

T
re

n
d

 f
o
r

I
n

-V
e
h

ic
le

 N
e
tw

o
rk

~19.2kbps

1986

1999

25~150Mbps1998

2002

2011

2012

2016

2019

2020

In-Vehicle network
is going to diversification
and speed up.

LIN

CAN

Others

Others

CAN系

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

P
ro

d
u

c
t

P
la

tf
o
rm

A
n

d
 D

e
v
e
lo

p
m

e
n

t ACT45R
(for FlexRay) ACT45L

(for 100BASE)

ZJYS
(for CAN)

ACT45B
(for CAN)

High reliability Low DCR
Improve balance characteristics

ACT1210
(for CAN)

Downsizing

ACT1210R
(for FlexRay)

ACT1210L
(for 100BASE)

ACT1210D
(for CAN FD)

ACT1210E
(for 10BASE)

ACT1210G
(for 1000BASE)

Expand demand in 
Robotics market not 
only in Automotive

Expanded product lineup to 
accommodate the 
diversification of In-Vehicle 
network

Interconnect of Robots
CAN, CAN-FD

EtherCAT, USB, LVDS

PoE, PoC, PoDL

Growing Demand for Robotic Components
酒田
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Change AI Server Rack HVDC Architecture to 800VDC

MV Grid

10~35kV AC

3 phases

MV Grid

10~35kV AC

3 phases

LFT UPS Battery

1 phase AC

SST
Battery

800VDC / ± 400VDC
↓ (2035yr~)

1500VDC / ± 750VDC

230VAC
3 phases

AC
DC

DC
AC

AC
DC

AC
DC

PSU Shelf Server Rack

GPU

800V to 12V/6V

DC
DC

GPU

800VDC to 50V 50V to 1V400VAC to 800VDC

HVDC Server RackPSU Shelf
(Sidecar Power Rack)

50VDC

50V to 12V230VAC to 50VDC

• Reduce Copper Weight and Cost

12V to 1V

GPU

VR VRM / POL

IBC

< 1V

< 1V

DC
DC

AC
DC

DC
DC

DC
DC

IBC
< 1V
IVRSSCB 

(Solid State Circuit Breaker)
HVDC Server Rack

50VDC

• Reduce Copper Weight and Cost

AC
DC

Circuit 
Breaker

DC

DC

PWR Supply Unit

VRM  :  Voltage Regulator Module IBC  :  Intermediate Bus Converter IVR  :  Integrated Voltage Regulator
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TDK Products for SST -Power Cell-

DC/DC 

800V or +/- 400V DC

Rectification / PFC

DC link Cap. Resonant Cap.

Film 
cap.

MOD 
Cap

Al cap. MKP DC

(C)LLC or DAB

Fsw 40 ~120kHz

1.2 ~ 3.3kV SiC
1.2 ~ 1.7kV SiC

Ferrite Core

MLCC
(High Voltage) 

Transformer

Protection

Protection

High Voltage ContactorMKP DC

MF Transformer Output Cap.

F
il

te
r 

a
n

d
 P

ro
te

c
ti

o
n

A

B

C

10~35kV AC

1~2kV AC

DC link Cap.

Ultra High Voltage 
Ceramic Capacitor

Y capacitor

Mid-High Voltage 
Ceramic Capacitor

Film cap.
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将来に関する記述についての注意事項

この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予

定、認識、評価等といった、将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく

予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含ん

でいるものです。従って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、TDKグループの将来の実績、経営成

績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なったものとなる恐れもあります。また、TDKグルー

プはこの資料を発行した後は、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うもので

はありません。

TDKグループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス市場は常に急激な変化に晒されています。TDKグループに重大な影響を与え

得る上記のリスク、不確実性、その他の要因の例として、技術の進化、需要、価格、金利、為替の変動、経済環境、競合条件の変化、

法令の変更等があります。なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。

また、本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している

原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳

細な数値が必要な場合は、決算短信及び補足資料を参照していただきますようお願いいたします。
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